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摘要(译)

公开了一种用于超声系统的探头及其制造方法。探针包括背衬层，形成
在背衬层上的电极部分，以及安装到电极部分的压电构件。通过单向导
电部分将压电元件连接到PCB来制造探针，而不是焊接，这需要困难和
费力的操作，从而允许在它们之间容易连接，同时减少连接的操作时
间。
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